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(57) Abstract: In a method for treating a substrate surface of a flat substrate with a process medium on the lower side of the sub -
strate, the process medium has a removing or etching effect on the substrate surface. The substrates are wetted from beneath with
the process medium while lying horizontally. The upwardly directed upper side of the substrate is wetted or covered over a large
surface area or completely with water or a corresponding protective liquid as protection against the action of the process medium
on the upper side of the substrate.

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zur Behandlung einer Substratoberfléche eines tlachen Substrats mit einem Pro-
zessmedium an der Substratunterseite weist das Prozessmedium eine abtragende bzw. dtzende Wirkung auf die Substratoberfldche
auf. Die Substrate werden horizontal liegend von unten mit dem Prozessmedium benetzt. Die nach oben weisende Substratober -
seite wird mit Wasser oder einer entsprechenden Schutzfliissigkeit groBfldchig bzw. vollflachig benetzt oder bedeckt als Schutz
gegen Einwirken des Prozessmediums auf die Substratoberseite.

the process nedium has a



